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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'l reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

ulletin de la CEl

B

Annuaire de la CEI
HRublié annueliement
q
F

atalogue des publications de la CEl
ublié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qyi concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterd & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national [VEIl), qui se présente sous forme de chapitres
séparés [traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets| sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation opt été soit tirés du VEI, soit spécifiquement

- 13 CEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur matériel. Index, relevé et compilation des

— 13 CEI«617: Symboles graphiques pour

e . |EC Bulletin

e IEC Yearbook
Published yearly

e (Catalogue of IEC publications
Published yearly with, regular update

oy

Terminology

For general terminology, readers are referreq to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEY), which is
issued in‘the form of separate chapters edch dealing
with alspecific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV ol have been
specifically approved for the purpose of this pullication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols|and signs
approved by the IEC for general use, readers arg referred to
publications:

- |EC 27: Letter symbols to be used iph electrical
technology;

- IEC 417: Graphical symbols fof use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for | diagrams;

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

H troat-etecticat-eqt :

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES -

Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides
avec connexions intercouches —
Spécification intermédiaire

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de
I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CE! a pour objet de favoriser la
cgoperation internationale pour toutes les questions de nommalisation dans les domaines de l'élecfricité et de
I'glectronrique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration)¢st confiée a
d¢s comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut'pafticiper. Les
ofnganisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également
alix travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation internationale de Normalisation (1S©),.selon dgs conditions

fixées par accord entre les deux organisations.

2) Lés décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques, représéntent, dans Ig mesure du
possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont
rgprésentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations{intérnationales. lis sont puljliés comme
ngrmes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de ia CEl dans leurs normes rationales et
gionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme’ nationale ou régionale correspondapte doit étre
indiquée en termes clairs dans cette derniere.

-

4) Dgns le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la s'engagent a appliqt:fr de fagon

5) La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas
emgagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de’ses normes.

6) L'pttention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent fafre I'objet de
drpits de propriété intellectuelle ou de droits analoguies. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de fie pas avoir
identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Nolme internationale CEl 2326-4-a été établie par le comité d'études 52 de la CE|: Circuits
imprimes.

Cette nprme annule et remplace la CEl 326-6.

Cette nprme doit étre consultée conjointement avec la CEIl 2326-1 et la CEl 2326-4-1.

Le text¢ de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

52/655/FDIS 52/679/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti &
l'approbation de cette norme .

Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d'information.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le .numéro de
spécification dans le Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

International Standard IEC 2326-4 has been prepared by IEC technical committee 52: Printed

This st

The text of this standard is based on the following documents:

Full informmation—onthevotingfor approvat—of this—standard—canmbefourd i the Teport

This stIndard cancels and replaces IEC 326-6.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS -

Part 4: Rigid muitilayer printed boards with interlayer connections -

Sectional specification

FOREWORD

ational electrotechnical commitiees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote inte
dperation on all questions conceming standardization in the electrical and electronic fields. To this end(and
dgther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technicalycom
IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work.

dgovernmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this: preparati

determined by agreement between the two organizations.
donsensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has-representation from
National Committees.

he documents produced have the form of recommendations for international use and are published in
andards, technical reports or guides and they are accepted by the Nationah Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC Internation
transparently to the maximum extent possible in their national and’regional standards. Any divergence be
Ytandard and the corresponding national or regional standard shall'be clearly indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for an
declared to be in conformity with one of its standards.

rlghts. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ndard shouid be read\in conjunction with IEC 2326-1 and IEC 2326-4-1.

FDIS Report on voting

52/655/FDIS 52/679/RVD

mprising all
national co-
n addition to
mittees; any
hternational,
bn. The IEC

dollaborates closely with the Intemational Organization for Standardization (ISO) in dcc6rdance with conditions

he formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as neary as possible, an Jmemational

Il interested

the form of

| Standards
een the IEC

y equipment

Attention is drawn to the possiblity that some of the-elements of this Interational Standard may be the subject of patent

circuits.

indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.

on voting

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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INTRODUCTION

La CEIl 2326 est applicable aux cartes imprimées, indépendamment de leur méthode de fabrication,
lorsqu'elles sont prétes pour le montage de composants.

La CEl 2326 est composée de parties distinctes couvrant les informations nécessaires pour le
concepteur, les spécifications générique, intermédiaire et particuliere d'agrément nécessaires pour le
Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques, et les spécifications relatives
aux divers types de cartes imprimées.
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INTRODUCTION

IEC 2326 is applicable to printed boards, irrespective of their method of manufacture, when they are
ready for the mounting of components.

IEC 2326 is composed of separate parts covering information for the designer, generic, sectional and
capability detail specifications for IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)
and requirements for the various types of printed boards.
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CARTES IMPRIMEES -

Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides
avec connexions intercouches —
Spécification intermédiaire

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 2326 est applicable aux cartes imprimées multicouches rigides,
damment de leur méthode de fabrication. Elle constitue la base sur laquelle les accords
fabricants et les utilisateurs doivent étre conclus.

CEI:1996

indépen-
entre les

La présente norme fournit les informations supplémentaires nécessaires pour, ‘com
spécification générique CEl 2326-1, concernant les cartes imprimées devant faire |'objet d'un
dans le lcadre du Systeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ

La présente norme établit des spécifications uniformes, et spécifie les caractéristiques a co
les méthodes a utiliser pour les essais d'agrément de savoir-faire et pour lavérification de
(vérification lot par lot, contréle de processus ou vérification périodique).

2 Références normatives

Les doquments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
faite, cqnstituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 2326. Au mom

pléter la
bgrément

).

ntréler et
a qualité

qui y est
ent de la

publicaffon, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet a révigion et les

parties prenantes aux accords fondés sur la présente-partie de la CEIl 2326 sont invitées a rg
la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-a
membrgs de la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 68{2-3: 1969, Essais d'environnemeént — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ca: Essai c
chaleurlhumide

CEl 68-p-20: 1979, Essais d'envirennement — Deuxieéme partie: Essais — Essai T: Soudure
CEIl 68

-38: 1974, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Z/AD: Essa
compo. :

te de température et d’humidité

CEI/FDIS 1189-3:‘\Meéthodes d'essai pour les matériaux eiectnques les structures d'intercon
les ensémbles ~Partie 3: Méthodes d'essai des structures "

CEl 1249- 51 1995 Mater/aux pour les structures d mtefconnex;ons - Part/e 5 Ense

chercher
brés. Les

bntinu de

cycligue

nexion et

mble de

spécifications—intermeéa es-et-fitms-cone 7S ner Section 1:

Feuille de cuivre (pour la fabrication des matériaux de base recouverts de cu:vre)

CEl 2326-1, Cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique

CEl 2326-4-1, Cartes imprimées — Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides avec connexions
intercouches — Section 1: Spécification particuliére d'agrément: Niveaux de performance A, B et C

QC 001002: 1986, Régles de procédure du Systéme CEl d'assurance de la qualité des composants

électroniques (IECQ)

1)

Actuellement au stade de projet final de norme internationale.
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PRINTED BOARDS -

Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections —

Sectional specification

1 Scope

This part of IEC 2326 is applicable to rigid multilayer printed boards irrespective of their method of
manufacture. It is the basis on which agreements between manufacturer and user are to be made.

This standard provides additional information necessary to supplement the requirements of the

Generi
Quality

This st
test me
periodig

2 Nor

The fol
provisig
normat
are en
docum
Standa

IEC 68;
IEC 68;

IEC 66
ture/hu

C opecltication, IEC 2326-1, tor the printed boards intended 1o be accepted unde
Assessment System for Electronic Components (IECQ).

bndard establishes uniform requirements, specifies the characteristics to be assesse
thods to be used for quality conformance (whether by lot-by-lot inspection, process
inspection).

mative references

owing normative documents contain provisions which, through reference in this text,
ns of this part of IEC 2326. At the time of publication, the editions indicated were
ve documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of
touraged to investigate the possibility of applying¢the” most recent editions of the

bnts indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid Int
rds.

2-3: 1969, Environmental testing — Part 2:xFests — Test Ca: Damp heat, steady state
2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

-2-38: 1974, Environmental teésting — Part 2: Tests -~ Test Z/AD: Composite
midity cyclic tests

IEC/FDIS 1189-3, Test methods for electrical materials, interconnections structures and ass

Part 3:

Test methods for interconnection structures "

IEC 12

9-5-1: 1995, Materials for interconnection structures — Part 5: Sectional specificati

condudtive foils and-films with and without coatings — Section 1: Copper foils (for the mand
coppericlad base materials)

IEC 232611995, Printed boards - Part 1: Generic Specification

f the |IEC

d and the
control, or

constitute
valid. All
IEC 2326
normative
brnational

tempera-

emblies —

bn set for
facture of

IEC 2326-4-1, Printed boards — Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections —
Section 1: Capability detail specification: Performance levels A, B and C

QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

" At pre

sent at the stage of Final Draft International Standard.
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3 Généralités

Sauf spécification contraire, tous les articles et les tableaux fournis dans la présente norme sont
applicables aux cartes imprimées, conformément au systeme IECQ. Les procédures et les
spécifications doivent étre conformes a la CEl 2326-1.

3.1 Cartes imprimées pleinement conformes aux niveaux de performance standard
(niveau A, B ou C)

La présente spécification intermédiaire (SS) s'applique aux cartes imprimées multicouches rigides, et
doit servir de base pour la préparation des spécifications suivantes:

- Ies speC|f|cat|ons partlculleres d' agrement (Cap DS)s appllquant aux nlveaux de performance

sélectionné en conformité avec le tableau 1 de la présente norme. Les données de la CDS
doivent étre fournies par le client et étre affectées d'un numéro dadns'son propre systeme.

Les mdtériaux nécessaires pour la fabrication des cartes imprimées peuvent étre constitués de toute
combingison des matériaux de base conformes a la CEl 1249:2-7, a la CEl 1249-2-11 ou a la
CEl 12019-2-9, qu'il s'agisse de feuilles préimprégnées, conformément a la CEl 1249-4-1| et/ou de

pour le cartes imprimées multicouches rigides :avec connexions intercouches, et fait réféfence aux
essais appropriés pour la vérification de ces caractéristiques. Les données de la CDS doivent spécifier
les cargctéristiques et les essais figurant dans/ce tableau.

La nécessité de spécifier des détails stipplémentaires concernant les essais dans les donnges de la
CDS est indiquée par la présence djuh astérisque dans la colonne appropriée. Ces détails doivent
alors étfe spécifies en conformité avec la CE| 1189-3.

Les infgrmations relatives asda 'séquence des essais sont fournies a ['article 6.
3.2 rtes imprimées eonformes a des exigences non standard (niveau de performance X)
La prédente spécification intermédiaire (SS), s'appliquant aux cartes imprimées multicouchgs rigides,

est dedtinée a~servir de base pour la préparation des spécifications particulieres de clignt (CDS)
relativep aux cartes imprimées, de la maniére indiquée en 7.2 de la CEIl 2326-1.

La CDS doit étre Tournie par le client, qui doit Tui affecter un numéro dans son propre systéme.
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3 General

Unless otherwise specified all clauses and tables given in this standard are applicable to printed
boards in compliance with the IECQ system. The procedure and requirements shall be in accordance
with IEC 2326-1.

3.1 Printed boards fully compliant with the requirements
for standard performance levels (level A, B, or C)

This Sectional Specification (SS) applies to rigid multilayer printed boards and is intended as a basis
for the preparation of

— Capability Detail Specifications (Cap DS) applying to performance levels (i.e. level A, level
B or level C), used in capability approval procedures. It is usually necessary to have a Cap

DS dpq(‘rihing all the performance levels A Cap DS is prepared hy the IEC

Printed
accordi
and/or
IEC 124

Table 1
multilay
verify th

Where
relevan|

Clause

32 F

This Se¢ctional Specification (SS) applies to rigid multilayer printed boards and is intended 3

for the
IEC 234

The CO

— Customer Detail Specifications (CDS) for printed boards as required by 7.2 -of IE
The CDS shall specify the selected performance level according to table 1hof-this

system.
boards materials for printed board fabrication may be any combination of base
ng to IEC 1249-2-7, or IEC 1249-2-11, or IEC 1249-2-9, with prepreg’according to [EC
copper foil according to IEC 1249-5-1 and/or permanent polymer coating acc
19-8-5.
contains the characteristics that are used in the performance requirements importar
ese characteristics. The CDS data shall specify characteristics and tests from this tab

additional details for a test have to be specified’in the CDS data, an asterisk is sho
t column. These details shall then be specified’in accordance with IEC 1189-3.

6 prescribes the test sequence.

Printed boards with non-standard requirements (performance level X)

preparation of CustomernDgtail Specifications (CDS) for printed boards as required
P6-1.

S shall be provided by the customer and he shall allocate a number within his own sys

-~

 2326-1.
standard.

The CDS data shall be provided by the customer and allocated a numhber withip his own

materials
1249-4-1
prding to

t for rigid

er printed boards with interlayer connections and makes reference to the appropriate tests to

e.

wn in the

s a basis
by 7.2 of

tem.
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Le client est responsable de la définition des exigences a l'aide du tableau 1 de la présente norme ;
toutefois, le niveau de performance ne doit en aucun cas étre inférieur au niveau de performance A.
Lorsqu'un autre facteur d'évaluation des risques (RMF, Risk Management Factor) est choisi, les
données de la CDS doivent spécifier 'un des facteurs d'évaluation des risques les plus sévéres parmi
ceux indiqués dans le tableau 1 de la CEI 2326-1.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des cartes imprimées doivent étre spécifiés dans la CDS.

La nécessité de spécifier des détails supplémentaires concernant les essais dans les données de la
CDS est indiquée par la présence d'un astérisque dans la colonne appropriée du tableau 1. Ces détails
doivent alors étre spécifiés en conformité avec la CEl 1189-3.

Les informations relatives a la séquence des essais sont fournies a l'article 6.

4 Agrément de savoir-faire et maintien de I'agrément

Pour participer au systeme IECQ, le fabricant de cartes imprimées doit obtenir un agrémient e savoir-
faire cdnformément a l'article 5 de la CEIl 2326-1.
41 voir-faire relatif au produit
Pour dlobtenir un agrément de savoir-faire relatif au produit, le fabricant deoit satisfaire aux ¢xigences
requisgs pour les essais, dont le détail est fourni dans la Cap DS faisant I'objet d'une |demande
d'agrément. L'agrément de niveau A concerne uniquement le niveau de.performance A. L'agtément de

niveau |B concerne uniquement les niveaux de performance A et B.l'agrément de niveau [C s'étend
aux trois niveaux de performance enregistrés (niveau A, B ou C).

4.2  Savoir-faire relatif aux procédés

Le parIgraphe 5.5.3 de CEI 2326-1 doit étre appliqué pour ce qui concerne le savoir-faire felatif aux
procédeés.

4.3 Maintien de I'agrément de savoir-faire

Le fabficant doit assurer le maintien de \'agrément de savoir-faire obtenu en vérifiant [de fagon
compléfe et avec succes la conformité-de la qualité du produit ou en effectuant des véfifications
équivalpntes, conformément aux donnees de la CDS et au niveau de l'agrément de savoir-faire
originall Dans ['éventualité d'un défaut-de conformité avec les exigences requises par les dgqnnées de
la CDS| une action correctrice doit étre mise en oeuvre.

Pour agsurer le maintien de\l'agrément de savoir-faire, la fabrication doit étre vérifiée de la maniere
définie gi-dessus et conformément aux spécifications fournies en 5.8 de la CEl 2326-1.

5 Eprouvettes

5.1 Cartes imprimées pleinement conformes aux spécifications relatives
a(lix nivéaux de performance standard (niveau A, B ou C)

Les éprouvettes a utiliser en tant que composants pour l'agrément de savoir-faire (CQC) ddivent étre
des cartes du savoir-faire (CTB), les arrangements multiples de CTB fournis a l'article 6 de la
CEIl 2326-4-1, ou un panneau de production (PP) comportant des éprouvettes similaires disponibles
pour les essais. Pour les définitions des niveaux A, B et C, voir 3.2 de la CEl 2326-1

5.2 Cartes imprimées avec des exigences non standard (niveau de performance X)

Les éprouvettes doivent étre des panneaux de production dotés des impressions appropriées pour les
essais. Lorsque des impressions supplémentaires sont nécessaires, leur description doit étre fournie
de fagon compléte dans les données de la CDS.
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The customer has the responsibility for establishing the requirements using table 1 of this standard but
in no case the performance level will be lower than performance level A. When another Risk
Management Factor (RMF) is chosen the CDS data shall specify one of the more severe RMFs of
table 1 of IEC 2326-1.

Printed board materials used for printed board fabrication shall be specified in the CDS.

Where additional details for a test have to be specified in the CDS data, an asterisk is shown in the
relevant column of table 1. These details shall then be specified in accordance with IEC 1189-3.

Clause 6 prescribes the test sequence.

4 Capability approval and maintenance of capability approval

In ordefmmmnmmwmmmmmmmmmmm capability
approval in accordance with clause 5 of IEC 2326-1.

4.1 Product capability
In order to obtain product capability approval the manufacturer shall complete thé test reglirements
detailed in the Cap DS for which approval is sought. Approval to level A is limited only to petformance
level Al Approval to level B is limited to performance levels A and B. Approval to level C gxtends to
three rggistered performance levels (levels A, B or C).
4.2 Process capability

For progess capability 5.5.3 of IEC 2326-1 shall apply.

4.3 Maintenance of capability approval

The manufacturer shall maintain the status of approved’ capability by successful completion|of quality
conformance or equivalent inspections of the product defined by CDS data for the level of the original
capabiljty approval. In the event of failure to meet-the requirements of the CDS data, remedlial action
shall bg taken to correct the discrepancy.

To maiptain capability approval, the manufacturing performance shall be verified as defined gbove and
in 5.8 of IEC 2326-1.

5 Test specimens

5.1 inted boards fully cempliant with the requirements
fdr standard performance levels (level A, B or C)

The specimens to be used as Capability Qualifying Component (CQC) shall be the Capapility Test
Board (CTB) or multiple arrangements of the CTB given in clause 6 of IEC 2326-4-1, or a Hroduction
Panel (PP) that\has similar specimens available for testing. For the definitions of level A, B and C see
3.2 of IEC 23261

5.2 Printed boards with non-standard requirements (performance level X)

The specimens shall be production panels that have suitable patterns available for testing. If additional
patterns are necessary, they shall be fully defined in the CDS data.
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6 Séquence des essais

Les essais doivent étre mis en oeuvre dans la séquence des groupes d'essais indiquée ci-dessous.
Sauf spécification contraire, la séquence des essais n'est pas applicable pour un groupe d'essais
particulier. Les codes d'essai utilisés pour identifier les essais sont identiques aux codes utilisés dans

le tableau 1.

Groupe d'essais 1 : Contrbles interopérationnels

- V5.2
-~ V6.2:
- D5.2:
- De6.2:

- | V5.1:
- | V6.1:
- | V7:
- | D1:
- | D2:

- | D3.1:
- | D4:
- | D5.1:
- | D6.1:
- | D7.1:
- | D7.2:
- | D8:
- |1 D9:

- | D10:

Groupag d'essais 3: Essais concernant'état de surface (essais non destructifs)

- | 81.2:
- [S14:
- | 81.1:
- | 81.38:
- |82:
- | S4:

Groupg d'essais 4 : Essais électriques (essais non destructifs)

- LBt

Examen visuel des conducteurs internes;

Examen visuel des particules entre conducteurs internes;

Contrdle dimensionnel de |a largeur des conducteurs sur couches internes;
Contrdle dimensionnel de l'espacement des conducteurs sur couches internes.

Examen visuel de conformité;

Examen visuel de I'apparence et de [a finition;

Examen visuel des trous métallisés a la réception;

Examen visuel des conducteurs externes;

Examen visuel des particules entre couches externes;

Examen visuel des revétements polyméres permanents;

Contrdle dimensionnel de la carte (contour extérieur);

Contréle dimensionnel de I'épaisseur de la carte dans1azone de contact de
l'extrémité de carte;

Contréle dimensionnel du diamétre des trous;

Contréle dimensionnel des fentes, des évideménts et des encoches;
Contrdle dimensionnel de la largeur des conddcteurs sur couches externes;
Contréle dimensionnel de I'espacement.des conducteurs sur couches externes;
Contrble dimensionnel des trous métallises externes;

Contrdle dimensionnel des trous nommétallisés externes;
Contrdle dimensionnel de la précision du positionnement;
Contrdle dimensionnel des revétements permanents de polymeére
(sans coupe micrographique);

Contrdle dimensionnel de la planéité.

Porosité

Adhérence)du revétement métalliqgue, méthode du ruban adhésif
Epaisseur de métallisation (en dehors des zones de contact);
Adherence du revétement de polymére permanent, méthode du ruban adhésif;
Résistance aux agents nettoyants et aux flux.

séquence pour

Epaisseur de métallisation (zones de contact)
} I'éprouvette N;

Conformité électrique;

- E2:
- ES:
- Eé6:

Epreuve de courant pour les trous métallisés;
Epreuve de tension;
Impédance caractéristique (si applicable).

Groupe d'essais 5 : Essais destructifs

- V4

- D3.2:
- D7.8:
- D9.3:

Examen visuel des trous métallisés aprés coupe micrographique;

Contréle dimensionnel de I'épaisseur de cuivre (coupe micrographique);
Contrdle dimensionnel des trous métallisés internes (coupe micrographique);
Contréle dimensionnel de I'épaisseur du revétement polymére (coupe micro-
graphique);
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6 Test sequence

The tests shall be carried out in the test group sequence as given below. Unless otherwise stated, the
sequence of tests within a particular test group is not relevant. The test codes used for indicating the
tests are the same codes as used in table 1.

Test group 1: In-process tests

V5.2:
V6.2
D5.2:
D6.2:

Visual examination of internal conductors;

Visual examination of particles between internal conductors;

Dimensional examination of conductor widths on internal layers;
Dimensional examination of spacing between conductors on internal layers.

Test group 2: Visual and dimensional examinations (non-destructive)

Test gn

Test gn

V1
Vva:
V3.
V5.1:
V6.1:
V7.
D1:
D2:
D3.1:
D4:
D5.1:
D6.1:
D7.1:
D7.2:
D8:
D9:
D10:

S1.2:
S1.4:

S1.1:
S$1.3:
S2:
S4:

bup 3: Surface condition tests (non-destructive)

Visual examination of conformity;

Visual examination of appearance and workmanship;

Visual examination of plated-through holes as received;

Visual examination of external conductors;

Visual examination of particles between external layers;

Visual examination of permanent polymer coatings;

Dimensional examination of board dimensions (externallboundaryy);
Dimensional examination of board thickness in the zone of edge board confacts;
Dimensional examination of hole diameters;

Dimensional examination of slots, cut-outs and notches;
Dimensional examination of conductor widths on‘external layers;
Dimensional examination of spacings between conductors on external layers;
Dimensional examination of external plated:through holes;
Dimensional examination of external plain holes;
Dimensional examination of positional-accuracy;
Dimensional examination of permanent polymer coatings (without microsegtion);
Dimensional examination of flatness.

Thickness of plating (contact areas)
Porosity } specimen N sequence;

Adhesion of plating, tape method

Thickness‘of plating (other than contact areas);
Adhesion of permanent polymer coating, tape method;
Resistance to cleaning agents and flux.

bup 4: Elecfrical tests (non-destructive)
E1: Electrical integrity;
E2: Current proof, plated-through holes;
E3: Voltage proof;
E6: Characteristic impedance (if applicable).

Test group 5: Destructive tests

V4.

D3.2:
D7.3:
D9.3:

Visual examination of plated-through holes after microsection;
Dimensional examination of plating thickness (microsection);
Dimensional examination of internal plated-through holes (microsection);
Dimensional examination of thickness of polymer coating (microsection);
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— 81.1: Adhérence du revétement métallique, méthode du brunissage;
— 83: Brasabilité;

— E4: Variation de résistance des trous metalllses

— E5: Reésistance d'isolement;

— P1: Adhérence;

~ P2: Arrachement de trous métallisés sans pastille;

~ Y1: Décollement interlaminaire aprés choc thermique;

— Y4: Trous métallisés aprés préconditionnement.

7 Assurance de la qualité

La CDS doit contenir des informations complétes concernant I'évaluation de la qualité des cartes
lmprlmees plemement conformes aux specmcatlons relatlves aux nlveaux de performance standard
ité de la

Pour Igs cartes imprimées avec des exigences non standards, toutes les évaluations de la| qualité
requisgs doivent étre effectuées conformément au 7.2.6 de la CEl 2326-1.

Sauf spécification contraire, il est possible d'utiliser des cartes de production ‘et/ou des éprguvettes
concues spécialement pour effectuer les essais de vérification lot par/lot et de vérification

Lorsqu des éprouvettes congues spécialement pour les essais dojivent étre utilisées, elies [doivent
étre in¢luses dans le panneau. Elles peuvent étre basées sur limpression appropriée de la CTB

indiquée a l'article 6 de la CEl 2326-4-1. Des consultations entre le fabricant et le client seront en
regle genérale nécessaires.

8 Données de la spécification particuliére de client (CDS)

Les dohnées de la CDS doivent contenir toutes‘les informations nécessaires pour définir la carte
imprimge de fagon claire et complete. Pouti‘ce faire, il est préférable de se conformer aux
recomrpandations fournies dans la CEl 1188-%.

Des précautions doivent étre prises en vue d'éviter les exigences inutiles. Lorsgu'ellgés sont
nécesspires, les déviations admissibles doivent étre énoncées, et les valeurs nominalgs sans
tolérange, les valeurs maximales simples ou les valeurs minimales simples doivent étre fpurnies
Iorsqu'Fles sont suffisantes, Lorsque des tolérances précises sont nécessaires uniquement pour

certaings zones ou parties«de la carte imprimée, leur application doit se réduire a ces zong¢s ou a
ces parties.

S'il exigte plusieurs possibilités de présentation, de classes de tolérance, etc., les sélections fpurnies
dans la| CEl 11886 doivent étre appliquées de préférence.

En cas|de non.correspondance entre les données de la CDS et toute autre spécification peftinente
(par exemple, spécification de base, spécification générique ou spécification intermédiaife), les

données de la CDS doivent prévaloir

9 Caractéristiques des cartes imprimées

Les exigences en matiére de performance des cartes imprimées multicouches rigides avec
connexions intercouches sont fournies dans le tableau 1. Les niveaux de performance et leurs
criteres d'évaluation appropriés pour la conformité de la qualité, sont indiqués (niveaux de
performance A, B et C). Pour les cartes imprimées avec des exigences non standards (niveau de
performance X), la description de tous les détails doit étre fournie dans la CDS.
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- 81.1: Adhesion of plating, burnish method;

- 83 Solderability;

- E4 Change in resistance of plated-through holes;

- E5: Insulation resistance;

-  P1: Peel strength;

- P2 Pull-out strength of landless plated-through holes;
- Y1 Delamination, thermal shock;

- Y4 Plated-through holes after preconditioning.

7 AQuality assessment

The CDS shall contain complete information on quality evaluation for printed boards fully

compliant

with the requirements for standard performance levels. The CDS data shall specify the appropriate

level of quality conformance inspection from table 1 (performance level A, B or C).

For printed boards with non-standard requirements all required quality evaluation shall bg pefformed in

accordpnce with 7.2.6 of IEC 2326-1.

Unless| otherwise specified production boards and/or specially designed test speciméns may be used

for carfying out tests for the lot inspection and the periodic inspection.

When specially designed test specimens are to be used, they shall be included in the panel. [They may

be baded on the appropriate pattern of the CTB given in clause 6 of IEC 2326-4-1. Cq
betwedn manufacturer and customer will usually be necessary.

8 Customers Detail Specification (CDS) data

The
complgtely. The recommendations given in [EC 1188-1 shall preferably be followed.

nsultation

S data shall contain all information necessary~to/ define the printed board clearly and

Care shall be taken to avoid unnecessary requirements. Permissible deviations shall be stated where

necessgary and nominal values without tolerances(or simple maxima or minima shall be gi

en where

sufficignt. Where precise tolerances are necessary for certain areas or parts of the printed board only,

they shali be applied and restricted to those.areas or parts.

If therg are several possibilities of presentation, of tolerance classes, etc., the selections gi
1188-6|shall preferably be applied.

en in I[EC

In the gase of discrepancy between the CDS data and any other pertinent specification (fof example

Basic $pecification, Generic Specification or Sectional Specification), the CDS data shall pre

9 Chgdracteristics of printed boards

ail.

Performance requirements of rigid multilayer printed boards with interlayer connections arg given in
table 1. The perotmance levels and their relevant assessment criteria for quality conformance are

shown| (performance levels A, B and C). For printed boards with non-standard req
(performance level X) all details shall be described in the CDS.

uirements
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NOTE - Les leftres «EG» sont utilisées pour indiquer l'obligation de conformité avec les exigences générales

uniquement. Pour obtenir des explications concernant les abréviations, consultez I'annexe A.

Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour le
niveau de performance

Evaluation

RMF
(CE!
2326-1)

Eprou-
vette
(CEl

2326-4-1)

N°
d'essai
(CEl
1189-3)

Code de
processus
(CEIl
2326-1)

Vi

EXAMEN
VISUEL

Conformité

Impression, marquage,

Tel que

6,5

PB/DP

V2

V3

Apparence
et qualité

‘| d'exécution

Trous métallisés
a la réception

Trous
présentant des
mangques de
métallisation

identification et finition du
matériau doivent étre
conformes a la CDS
lorsqu'ils sont visualisés
sans grossissement. il ne
doit pas y avoir de
défauts apparents.

Les cartes doivent
présenter l'aspect que
donne une fabrication
exécutée avec soin et
compétence, en
conformité avec la bonne
pratique courante.

Les trous métallisés
doivent étre propres et
sans inclusions
quelconques qui
pourraient affecter
l'introduction du
composant ou la
brasabilité, lorsqu'ils sont
visualisés sans
grossissement.

Le nombre de trous
présentant des manques
ne doit pas excéder le
pourcentage-spécifié du
nombre total.de trous
métallisés lorsqu'ils sont
visualisés sans
grossissement.

La surface totale des
manques de métalliisation
ne doit pas excéder le
pourcentage spécifié de
la surface totale de la
paroi.

La dimension la plus

speciiie

EG

EG

5%

5%

15 %

Tel que
spécifié

EG

EG

1%

2%

Tel que
spécifié

EG

EG

Aucun

2%

4,0

6,5

4,0

4,0

2,5

4,0
2,5

4,0
2,5

4,0

complet

PB/DP
complet

PB
complet

grande des manques de
métallisation ne doit pas
excéder le pourcentage
spécifié de la
circonférence du trou
dans le plan horizontal
ou le méme pourcentage
de I'épaisseur de la carte
dans le plan vertical.

10%

5%

2,5

3V04

3vo1

3V04

c4

C4

C4

c2

c2

c2
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Table 1- Performance requirements

NOTE - The letters "GR" are used to indicate that only the general requirements shall be met. For the explanation of the
acronyms, see annex A.

Specific requirements Assessment

for performance level

Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control

A 5 c 2326-1) (IEC (IEC |code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)

\' VISUAL
EXAM-
INATION

V1 | Conformity Pattern, marking As - - 6,5 Complete 3V04 C4
identification and specified PB/DP

material finishes shall As As 4,0

comply with the CDS - specified | specified
when viewed without
magnification. There
shall be no apparent
defects.

V2 |Appearance | The boards shall GR - - 6,5 Complete 3vot C4
zrd work- appear to have been PB/DP

anship processed in a careful - GR GR 4,0

and workmanlike

manner, in

accordance with good

current practice.

[~y

V3 lated- Plated-through holes GR - < 4,0 Complete 3Ve4 C4
1rough holes | shall be clean and free PB

received from inclusions of any - GR GR 2,5
sort that could affect
component insertion
and solderability when
viewed without magni-
fication.

The number of holes 5% - - 4,0 c2
with plating voids shall
not exceed the < 1% None 2,5
specified percentage
of the total number of
plated-through holes
when viewed without
maghnification.

Holes Total area of plating 5% - - 4,0 c2

owing voids within a-hole
;rating voids | shall not'exceed the - 2% 2% 2,5
specified-percentage
of the.total area.

The largest dimension 15% - - 4,0 c2
of voids shall not
exceed the specified - 10 % 5% 2,5
percentage of the hole
circumference in the
horizontal plane or the
same percentage of
the board thickness in
the vertical plane.
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour le
niveau de performance

Evaluation

RMF
(CEl
2326-1)

Eprou-
vette
(CEI

2326-4-1)

N °
d'essai
(CE!
1189-3)

Code de
processus
(CEl
2326-1)

V4

Trous métallisés
a la réception
aprés coupe
micrographique

Les trous métallisés
(niveaux B et C) doivent
étre essayés dans le
conditionnement de
réception et apres
préconditionnement,
conformément aux
indications de l'essai Y4.
Les manques ne doivent
pas coincider avec les
couches intemes ou

EG

EG

1,5

1,0

AouB
(3 trous)

Va1

V4.2

V4.3

Coulées de
résine au niveau
de

l'interface

Coupures du

cuivre électro-
déposé sur la
circonférence

Décollement du
cuivre de la
paroi cylindrique
du trou

externes de cuivre

Remarques

1) Tous les examens
doivent étre effectués
avec un
grossissement 100x.

2) Les données de
contrdle de procédés
peuvent étre utilisées
pour compléter/mini-
miser cet essai.

Les coulées de résine
entre la tranche de la
couche inteme du cuivre
et le cuivre déposé ne
doivent pas interrompre
la continuité électrique ou
excéder le pourcentage
spécifié de I'épaissseur
du cuivre de la couche
inteme a l'interface (voir
figure 1).

Il ne doit y avoir ni
coupure du cuivre sur la
circonférence ni
décollement annulaire du
cuivre de la paroidu trou
métallisé (voirfigure 2).

Il ne doit pas-y avoir de
séparation-entre la
métallisation et la paroi
du trou excédant le
pourcentage spécifié de
|a circonférence du trou
(voir figure 2).
Remarque

Si nécessaire, cela doit
étre vérifié a l'aide d'un
controle des dimensions
en effectuant I'essai
3D01.

<30%

EG

<15%

EG

<40%

Aucun

<30 %

2,5
1,5
1,0

2,5
1,5

1,0

2,5
1,5

1,0

V4.4

Coupures de
feuille

Il ne doit y avoir aucune
coupure de feuille.

EG

EG

EG

2,5
1,5
1,0

3X09

C1

C1

C1

C1

C1
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Test| Character- General requirements
code istics

Specific requirements
for performance level

Assessment

RMF
(IEC
2326-1)

Test Test
specimen No.

(IEC (IEC
2326-4-1) | 1189-3)

Process
control
code (IEC
2326-1)

V4 | Plated- Plated-through holes
through holes | (levels B and C) shall
after micro- be tested in as-
section received conditioning
and after precondition-
ing according to test
code Y4.

Voids shall not
coincide with internal
or external copper
layers.

Remarks

1) All examinations

GR

GR

1,5
1,0

AorB 3X09
(3 holes)

at 100x magni-
fication

2) Process control
data may be used
to supple-
ment/minimize
this test.

V4.1 |Resin smear | Resin smear between
gt interface the edge of the inner
layer copper and the
continuous plating
shall not interrupt
electrical continuity or
exceed the specified
percentage of inner
layer copper thickness
at the interface (see
figure 1).

V4.2 | Gircumfer- There shall be no
ential cracks | circumferential cracks
of copper of the copper, or
plating circumferential separ-
ation of the copper
from the wall in the
plated-through hole
(see figure 2).

Qopper barrel | There shall be no
t(LhoIe separation of plating
spparation from the hole wall
exceeding the
specified percentage
of the hole circum-
ference (seefigure 2).
Remark

Where necessary, this
shall\bejverified by
dirmensional
examination using
test 3DO1.

V4.4 | Fpil cracking—| There shall be no foil
cracking.

V4.3

<30 %

GR

950 %

GR

<16 %

GR

<40 %

GR

None

GR

<30 %

GR

2,5
1,5
1,0

2,5
1,5
1,0

2,5
1,5
1,0

2,5
1.5

10

C1

C1

C1

C1

C1
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour ie
niveau de performance

Evaluation

RMF
(CEI
2326-1)

Eprou- N°
vette d'essai
(CEl (CEl

2326-4-1) | 1189-3)

Code de
processus
(CEl
2326-1)

V5

V5.1

Conducteurs

Conducteurs
extemes

Il ne doit y avoir ni
coupures ni fissures.
Les imperfections telles
que manques de
métallisation ou défauts
de bords sont autorisées
dans la mesure ou la

réduction de la largeur du
conduc

V5.2

Conducteurs
intemes

<30 % - -

(aucun

défaut
> 10 mm)

- <20 %
(aucun
défaut

sﬁlnng

<10%
{aucun
défaut)

~>Q|nnﬁ

4,0

25

PB 3v02
complet

l'impression de surface

n'excéde pas le

pourcentage spécifié

(voir figure 3).

Remarques

1) Si nécessaire, cela
doit &tre vérifié &
l'aide d'un controle
des dimensions en
effectuant l'essai
3D01.

2) Il ne doit y avoir
aucune imperfection
au niveau des zones
d'ouverture de
contact.

3) Pour les éprouvettes
foumies avec un
revétement de
protection brasable
temporaire, 'exigence
ci-dessus n'est pas
applicable.

Lorsque spécifié, les
conducteurs doivent éire
couverts d'un revétement
lisse et brillant d'alliage
ne présentant pas plus
de

5 % de défauts.éparpillés
tels que piqres, surfaces
non mauillées ou ayant
subi‘un\retrait de
mouillage. Les défauts
ne, doivent pas étre
localisés en un seul
endroit de la surface.

Il ne doit y avoir ni
coupures ni fissures. Les
imperfections telles que
manques ou défauts de
bords sont autorisées

EG - -

EG

<30% - -

(aucun

défaut
> 10 mm)

6,5
4,0
2,5

4,0

PB 3V02
complet

PP 3V02
complet

dans Ta mesure ou la
réduction de la largeur du
conducteur n'excéde pas
la valeur spécifiée (voir
figure 3).

- <20%
(aucun
défaut

>5mm)

<T10%
{aucun

défaut
>3 mm)

C3

C1

C3
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Test
code

Character-
istics

General requirements

Specific requirements
for performance level

Assessment

RMF
(IEC
2326-1)

Test Test
specimen No.

(IEC (IEC
2326-4-1) | 1189-3)

Process
control
code (IEC
2326-1)

V5

V5.1

V5.2

Conductors

External
conductors

There shall be neither
cracks nor breaks.
Imperfections such as
voids or edge defects
are permissible
provided that the
conductor width or
land area is not
reduced by more than
the specified

alcan
E5CS

<30 %
(no occur-
rence
> 10 mm)

<20 %
(no occur-
rence
> 5 mm)

<10%
(no occur-
rence)
>3 mm)

4,0

2,5

Complete 3vo2
PB

ternal
nductors

Q3

pefreen
figure 3).

Remarks

1) Where necessary,
this shall be
verified by
dimensional
examination using
test 3DO1.

2) In the effective
contact areas
there shall be no
imperfections.

3) Fortest
specimens
supplied with
solderable
temporary
protective coating
the above
requirement is not
applicable.

When specified, the
conductors shall be
covered with a smooth
and bright solder
coating with not more
than 5 % of scattered
imperfections, such as
pinholes, unwetted or
dewetted areas. The
imperfections shall'not
be concentrated ‘on
one area.

There shall:be'neither
cracks nor breaks.
Impeffections such as
voids or edge defects
are\permissible
provided that the
conductor width is not
reduced by more than
the specified
percentage(see
figure 3).

GR

< 30% (no
occur-
rence

>10 mm)

GR

< 20% (no
occur-
rence
> 5 mm)

GR

<10%
(no occur-
rence
>3 mm)

6,5
4,0
2,5

4,0

Complete 3vQg2
PB

Complete 3vQ2
PP

Cs3

C1

C3
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEI vette d'essai | processus
A B C 2326-1) (CEI (CEl (CEI

2326-4-1)1 1189-3)| 2326-1)

Remarques

1) Sinécessaire, cela
doit étre vérifié a
I'aide d'un controle
des dimensions en
effectuant I'essai
3D01.

2) Cet examen doit étre
effectué en cours de
processus.

V6 Particules entre
conducteurs

V6.1 Conducteurs Les particules <30% - - 4,0 PB 3vo2 Cc3
externes métalliques résiduelies complet
sont autorisées dans la - <30% <20% 2,5
mesure ou la réduction
de la ligne de fuite n'est
pas supérieure au
pourcentage spécifié, ou
la ligne de fuite, requise
pour les tensions du
circuit, est atteinte dans
des zones isolées
présentant des évide-
ments du conducteur,
des inégalités sur les
bords, des aspérités de
type pointe, etc. (voir
figure 3).

Remarque

Si nécessaire, cela doit
étre vérifié au moyen
d'un contrdle des
dimensions, en ef-
fectuant 'essai 3D01.

V6.2 Conducteurs Les particules <30 % - - 4,0 PP 3Vo2 C3
intemes métalliques résiduelles complet
sont autorisées(dans ia - <20% <10% 2,5
mesure olyla réduction
de la ligne de'fuite n‘est
pas supérieure au
pourcentage spécifié, ou
la(ligne de fuite, requise
pour les tensions du
circuit, est atteinte dans
des zones isolées
présentant des
évidements du
conducteur, des
inégalités sur les bords,
des aspérités de type
pointe, etc. (voir
figure 3)°
Remarques
1) Sinécessaire, cela
doit étre vérifié au
moyen d'un contrble
des dimensions, en
effectuant I'essai
3D01.
2) Cet examen doit
étre effectué en
cours de processus.
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Specific requirements
for performance level

Assessment

Character-
istics

Test
code

General requirements

RMF
(IEC
2326-1)

Test Test
specimen No.

(IEC (IEC
2326-4-1) | 1189-3)

Process
control
code (IEC
2326-1)

V6 | Particles
b 41

Remarks

1) Where necessary,
this shall be
verified by
dimensional
examination using
test 3D01.

2) This examination
shall be in-
process.

cpnductors

V6.1 | Ekternal

nductors

am

V6.2 {internal
cqnductors

Residual metallic
particles are permiss-
ible provided that the
leakage path is not
reduced by more than
the specified percent-
age or to less than the
distance required for
the circuit voltages in
isolated areas
discounting conductor
undercut, edge rough-
ness, spikes, efc. (see
figure 3).

Remark

Where necessary, this
shall be verified by
dimensional
examination using
test 3D01.

Residual metallic
particles are permiss-
ible provided that the
leakage path is not
reduced by more than
the specified percent-
age or to less than the
distance required for.
the circuit voltages'in
isolated areas
discounting conductor
undercut, edge rough-
ness, spikes; etc. (see
figure,3).
Remarks
1) \Where necessary,
this shall be
verified by
dimensional
examination using
test 3D0O1.
2) This examination
shall be in-

< 30%

s 30%

< 30%

< 20%

<20%

<10%

4,0
25

4,0
2,5

Complete 3v(Q2
PB

Complete 3vop
PP

process.

C3

C3
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour ie
niveau de performance

Evaluation

A

RMF
(CEI
2326-1)

Eprou- N° Code de
vette d'essai | processus
(CEI (CEl (CEl

2326-4-1)| 1189-3)| 2326-1)

V7

Revétement
permanent de
polymeére
(épargne de
brasage
comprise)

L'impression de
revétement de polymére
doit étre conforme & la
CDS et aux exigences
générales fournies
ci-dessous. Il ne doit
pas y avoir de défauts
apparents.

Remarque :

Si nécessaire, cela doit

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

4,0

2,5

PB/DP 3V01 (o7}
complet

d'un contrble des
dimensions, en
effectuant I'essai 3D01.

Lorsqu'il est demandé
dans la CDS que le
revétement de polymeére
soit utilisé en tant
qu'isolant, toutes les
parties doivent étre
couvertes de fagon
compléte.

Les imperfections
présentes au niveau du
revétement de polymére
sur le matériau de base,
telles que pigtres,
zones non couvertes de
petite taille,
égratignures, etc., sont
autorisées.

Le revétement polymére
utilisé en tant que
qu'épargne de brasage
doit couvrir la surface du
sommet du conducteur
et ne doit comporter
pratiquement.aucine
pigare. Il doit couvrir au
moins l'un des deux
bords de deux
condugteurs adjacents.

Les bords de la carte et
les zones situées pres
des fentes, des
encoches, etc., ne
doivent comporter aucun
revétement polymére
(comme spécifié dans le
schéma lors de la
production).

Tel que
spécifié

EG

EG

EG

Tel que
spécifié

EG

EG

EG

Tel que
spécifié

EG

EG

EG

2,5

40

4,0
2,5

4,0

2,5

4,0
2,5

C3

C3

C3

C3

Toutes les zones
métalliques destinées a
étre utilisées pour le
brasage ou le contact
électrique ou le
marqueur d'index ne
doivent comporter aucun
résidu de revétement
polymeére.

EG

EG

EG

4,0
2,5

3v02 c2
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Test
code

Character-
istics

General requirements

Specific requirements
for performance level

Assessment

A

B

C

RME
(IEC
2326-1)

Test Test
specimen No.

(IEC (IEC
2326-4-1) | 1189-3)

Process
control
code (IEC
2326-1)

V7

Permanent
polymer
coating
(including sol-
der resist)

The polymer coating
pattern shall comply
with the CDS and the
general requirements
given below. There
shall be no apparent
defects.

Remark

When necessary this
shall be verified by
dimensional
examination using
test 3D01

As
specified

As
specified

As
specified

4,0
25

Complete 3Vo1

PB/DP

When noted in the
CDS that the polymer
coating is used as an
insulation all parts
shall be completely
covered.

Imperfections in the
polymer coating on the
base material, such as
pinholes, small
uncovered areas,
scratches, etc. are
permitted.

Polymer coating used
as solder resist shall
cover the top surface
of the conductor and
shall be substantially
free of pinholes. At
least one or two
adjacent conductor
edges shall be
covered.

Board edges and the
areas near slots,
notches, etc. shall be
free from polymer
coating (as specified
on the master drawing
when using a
production.board).

All metallic’areas
intended for solder
attachment, electrical
contact, or indexing
marker shall be free
from polymer coating
residues.

As
specified

GR

GR

GR

GR

As
specified

GR

GR

GR

GR

As
specified

GR

GR

GR

GR

2,5
4,0

4,0
2,5

4,0
2,5

4,0
2,5

4,0
2,5

3v(Qz2

C4

C3

C3

Cc3

C3

Cc2
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEI vette d'essai { processus
A B c 2326-1) (CEl (CEI (CEl
2326-4-1)| 1189-3)| 2326-1)
D CONTROLE
DIMENSION-
NEL
Dimensions de | Les dimensions, Tel que - - 4,0 PB 3D04 C4
la carte (- épaisseur comprise, spécifié complet
contour doivent étre conformes (3 empla-
extérieur) ala CDS. - Tel que Tel que 2,5 cements)
spécifié spécifié
D2 Epaisseurde-latLé 1e 46 Zonede—1 3D04 C4
carte dans la carte au niveau des spécifié contact
zone des contacts d'extrémité de d'extre:
contacts carte doivent étre - Tel que Tel que 2,5 mité.de
d'extrémité de | conformes ala CDS. spécifié spécifié PB
carte
D3 Trous (voir
également D8)
D3.1 Diametre Les diameétres des trous | Tel que - - 4,0 PB/DP 3D04 c2
d'usinage, des trous de spécifié complet
montage et des trous (10 trous
pour composants - Tel que Tel.que 2,5 par taille)
doivent étre conformes spécifié specifié
ala CDS.
Remarque
Une gamme
recommandée de tailles
de trous et de tolérances
est fournie dans la
CEI 1188-6.
D3.2 Epaisseur de la | L'épaisseur de la Tel,que - - 4,0 AouB 3X09 Ct
métallisation meétallisation doit étre spécifié (3 trous)
conforme a la CDS.
Remarque - Tel que Tel que 2,5
Examens effectués avee spécifié spécifié
un grossissement 400X
D4 Fentes, Les dimensions.des Tel que - - 4,0 PB 3D0o4 C3
évidements et | fentes, des évidements spécifié complet
encoches ou des encoches
applicables doivent étre - Tel que Tel que 2,5
confoermes a la CDS. spécifié spécifié
D5 Largeur des
conducteurs
D5.1 Couche gxterne| La largeur doit étre Tel que - - 4,0 PB 3Do1 c2
conforme a toutes les spécifié complet
dimensions spécifiques
fournies dans la CDS. - Tel que Tel que 2,5
Remarques spécifié spécifié
‘H-A-mesurerdanste
} 1OSHFS
cadre de la mise en
oeuvre de V5.1.
2) Si aucune tolérance
n'est indiquée, les
déviations
approximatives
fournies dans la
CEI 1188-6 doivent
étre appliquées.
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Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
D DIMEN-
SIONAL
EXAMINA-
TION
D1 | Board dimen- | Dimensions including As - - 4,0 Compiete 3D04 C4
sions (exter- | thickness shall comply | specified PB
nal boundary) | with the CDS. As As 2,5 (3 places)
- specified | specified
D2 |Board thick- | The total board As - - 4,0 Edge 3D04 C4
ness in the thickness over the specified contact
Z AS AS 2.5 areasof
bpard con- shall comply with the - specified | specified PB
CDS.
D3 les (see
D3.1| Djameter Diameters of tooling As - - 4,0 Complete 3DQ4 c2
holes, mounting holes specified PB/DP
and component holes As As 2,5 (10 holes
shalt comply with the - specified | specified per size)
CDS.
Remark
A recommended
range of hole sizes
and tolerances are
given in IEC 1188-6.
D3.2| Plating thick- | The plating thickness As - - 4,0 AorB 3XJ9 C1
ness shall comply with the specified (3 holes)
CDs. As As 2,5
Remark - specified | specified
Examinations at 400x
magnification.
D4 | Sjots, cut- The dimensions of As - - 4,0 Complete 3Dg4 C3
outs and applicabie slots, cut- spegified PB
notches outs or notches shall As As 2,5
comply with the CDS. - specified | specified
D5 | Cpnductor
width
D5.1| External layer | The width shall’‘comply As - - 4,0 Complete 3Dgt c2
with any specific specified PB
dimensions 'given in 2,5
the CDS: As As
Remarks - specified | specified
1) \To be measured
together with
V5.1.
2) If no tolerances
are stated, the
coarse deviations
given in
IEC 1188-6 shall
apply.
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour le
niveau de performance

Evaluation

A B C

RMF
(CEI
2326-1)

Eprou-
vette
(CEIl

2326-4-1)

NO
d'essai
(CEI
1189-3)

Code de
processus
(CEI
2326-1)

D5.2

Couche interne

La largeur doit étre

conforme a toute dimen-

sion particuliere fournie

dans fa CDS.

Remarques

1) A mesurer dans le
cadre de la mise en
oeuvre de V5.2.

2) Si aucune tolérance
n'est indiquée, les

déviations approxi-

Tel que - -
spécifié
- Tel que

spécifié spécifié

Tel que

4,0

2,5

PP
complet

Dé

D6.1

D6.2

D7

D7.1

Espacement
des
conducteurs

Couche externe

Couche interne

Alignement des
trous et de
l'impression
conductrice

matives fournies
dans la CEl 1188-6
doivent étre
appliquées.

3) Cette mesure doit
étre effectuée en
cours de processus.

L'espacement doit étre
conforme a toute
dimension particuliere
fournie dans la CDS.
Remarque

A mesurer dans le cadre
de la mise en oeuvre de
V6.1.

L'espacement doit étre

conforme a toute

dimension spécifique

fournie dans la CDS.

Remarques

1) A mesurer dans le
cadre de la mise'en
oeuvre de V6.2.

2) Cette mesure. doit
étre effeCtuée en
cours de processus.

Il ne-doit y avoir aucune
interruption de
limpression conductrice;
il ne doit pas y avoir de
cassure du trou
(coupure de la pastille) a
la jonction de la pastille
et du conducteur
excédant celui spécifié
ci-dessous. Cela
s'applique a la couche

Tel que - -
spécifié

Tel que
spécifié

- Tel que
spécifie

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

- Tel que
spécifié

4,0

2,5

4,0

2,5

PB
complet

PP
complet

PB
complet
(sélection
aléatoire
de 10
trous sur
la zone
compléte)

3D01

3D01

3D01

3D01

Alignement de
l'impression
externe aux
trous métallisés

externe et a la couche
interne (voir figures 4, 5
et 6).

Les exigences doivent
étre conformes aux
valeurs spécifiées.

c2

c2

C3
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Test
code

Character-
istics

General requirements

Specific requirements
for performance level

Assessment

A B C

RMF
(IEC
2326-1)

Test Test
specimen No.

(IEC (IEC
2326-4-1) | 1189-3)

Process
control
code (IEC
2326-1)

D5.2 | Internal layer

The width shall comply

with any specific

dimensions given in

the CDS.

Remarks

1) To be measured
together with
V5.2

2) If no tolerances
are stated, the
coarse deviations
given in |IEC
1188-6 shall

As - -
specified .
As As
- specified | specified

4,0
2,5

Complete 3D01
PP

D6 | Spacing
@tween con-
diictors

=2

D6.1 | External layer

D6.2]Internal layer

D7 | Afgnment of
hale and con-
dyctive
pattern

D7.1| Externdl

apply.

3) This
measurement
shall be in-
process.

The spacing shall
comply with any
specific dimension
given in the CDS.
Remark

To be measured
together with V6.1.

The spacing shall

comply with any

specific dimensions

given in the CDS.

Remarks

1) To be measured
together with
V6.2

2) This
measurement
shall be in-
process.

There shall be no
interruption of the
conductive pattern
and there shalkbe no
hole break=out (land
cut offy-atthe junction
of the'land and the
conduetor in excess of
that specified below.
This applies to both
internal and external
layers (see figures 4, 5
and 6).

The requirements

As - -
specified
As As
- specified | specified

As - -
specified
As As
- specified | specified

4,0
2,5

4,0
2,5

Complete 3Dg1
PB

Complete 300t
PP

Complete 3Dojt
PB (10
holes
random
selection
over total

area)

paftern
alignment to
plated-
through holes

shall be as specified.

c2

C3

C3
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEI vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CE! (CEI (CEI
2326-4-1)| 1189-3)} 2326-1)
Largeur annulaire W, de Pas de - - 4,0 C1
la pastile externe a la défaut sur
jonction conductrice limpression
(voir figure 4) conductrice
etla
métallisa-
fion des
frous
- W, > W, > 2,5
0,03 mm 0,05 mm
Largeur annulaire - 0 <90° W, > 2,5
minimale W, de la pointde | 0,05m
pastille externe aux rupture | (voir figure
autres parties (voir 4)
figure 6)
D7.2 Alignement de | Les exigences doivent Pas de - - 4,0 C1
l'impression étre conformes aux point de
externe aux valeurs spécifiées. rupture.
trous non Pas de
métallisés réduction
dela
jonction
du
conduc-
teur.
- Pas'de Pas de 2,5
point de point de
rupture. rupture.

Pas de Largeur
réduction | annulaire

dela minimale
jonction | de 0,4 mm
du
conduc-
teur.
D7.3 Alignement de | Les exigences doivent
l'impression étre conformes aux
interne aux valeurs spécifiées.
trous métallisés | Remarques
1) Grossissement 100x.
2) llIest possible
d'utiliser toute autre
méthode adéquate.
Largeur annulaire W, > - - 25 AouB 3X09 C1
minimale W, de la 0,03 mm (3 trous)
pastille interne a la et/ ou R
jonction conductrice - W, > - 1,5 pour la
(voir figure 5) 0,03 mm continuité
électrique
- - W, > 1,0 et/ou F
0,05 mm pour le
controle
de pro-

cessus
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Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
Minimum annular There - - 4,0 C1
width W, of external shall be
land at conductor no defects
junction (see figure 4) at con-
ductive
pattern
and
through-
hole W, > W, > 2,5

plating | 0,03mm | 0,05mm

Minimum annular - breakout W, > 2,5
width W, of external 9<90° | 0,06 mm
land at the other parts (see (see
figure 6) | figure 4)
D7.2 | External The requirements No - - 4,0 C1
ppttern shall be as specified. breakout.
aanment to No con-
plain holes ductor
hples junction
reduction
No No 2,5
breakout. | breakout;
- No con- | Minimum
ductor anpular
junction width
reduction }~0,4' mm
D7.3|Internal The requirements
ppttern shall be as specified.
aanment to Remarks
plated- 1) 100x
through holes magnification.

2) Any other
adequate method

may be used.
Minimum annular W, > - - 2,5 AorB 3X049 C1
width W, of internal 0,08 mm (3 holes)
land at conductor and/or R
junction (see figure 5) - W, > - 1.5 for elec-
0,03 mm trical

continuity

- - W, > 1,0 and/or F

0,056 mm for
process

control
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEl vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CEl (CEI (CEl
2326-4-1)| 1189-3)} 2326-1)
Largeur annulaire 6 < 180° - - 25 C1
minimale W, de la point de
pastille interne aux autres| rupture
parties (voir figure
6)
- 8 <90° - 1,5
point de
rupture
(voir
figure 6)
- - W, > 1,0
0 mm
{voir la
figure 5)
D7.4 Trous sans Essai a I'étude
pastille
D8 Précision du
positionnement
D8.1 Position de La position de tous les Tel que - - 4,0 PB 3D04 C3
l'impression trous doit étre conforme spécifié complet
conductrice et | avec tous les détails (sélection
des trous par spécifiques founis dans - Tel que Tel que 2,5 aléatoire
rapport aux la CDS. spécifié spécifié de 10
repéres de Remarque trous sur
position Lorsqu'elles sont la zone
impératives, les dévia- compléte)
tions foumies dans la
CEIl 1188-6 doivent étre
appliquées.
D8.2 Tolérance de la | Les centres des trous Tel que - - 4,0 PB 3D04 c2
position des doivent correspondre aux}, * spécifié complet
centres des tolérances spécifiées (sélection
trous par rapport| dans la CDS. - Tel que Tel que 2,5 aléatoire
aux repéres de | Remarque spécifié spécifié de 10
position Lorsqu'elles sont trous sur
impératives, les dévia- la zone
tions foumnies'dans la compléte)
CEIl 1188-6 doivent étre
appliguées.
D9 Revétement
permanent de
polymére
(épargne-de
brasage
comprise)
Do.1 DRimensions Les dimensions de Tel que - - 4,0 PB/DP 3Do1 C3
l'impression du revéte- spécifié complet |
ment polymere doivent (10
étre conformes a la CDS. - Tel que Tel que 2,5 emplace-
spécifié spécifié ments)
D9.2 Epaisseur du L'épaisseur doit étre Tel que - - 4,0 PB 3D04 C3
revétement conforme a la CDS. spécifié complet
polymere 3 ou
- Tel que Tel que 2,5 emplace-
spécifié spécifié ments)
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Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
Minimum annular breakout - - 2,5 C1
width W, of internal 6 < 180°
land at the other paris (see
figure 6)
- breakout - 1,5
0 < 90°
(see
figure 6)
- - W, > 1,0
0 mm
(see
figure 5)
D7.4|Uandless Test under
les consideration
D8 ositional
curacy
D8.1| Hosition of The position of all As - - 4,0 Complete 3Dp4 C3
nductive holes shall comply specified PB (10
ttern and with any specific As As 2,5 holes
les relative | details given in the - specified | specified random
t¢ the position | CDS. selection
ta Remark over total
When specially called area)
for, the deviations
given in IEC 1188-6
shall apply.
D8.2 osmonal The hole centres shall As - - 4,0 Complete 3004 c2
lerance of be within the specified specified PB (10
le centres | tolerances in the CDS. As As 2,5 holes
the position | Remark - specified | specified random
When specially called selection
for, the deviation given over total
in IEC 1188-6 shal! area)
apply.
D9 ermanent
lymer
ating
(| cludlng sol-
r resist)
D9.1{Oimensions The dimensions of the As - - 4,0 Complete 3D9P1 C3
polymer coating specified PB/DP
pattern shall-comply As As 2,5 (10
with the CDS. - specified | specified places)
D9.2| Thickness of- J(The thickness shall As - - 4,0 Complete 3D94 C3
pplymer comply with the CDS. specified PB (3
cpating As As 2,5 places) of
- specified | specified
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") Détails supplémentaires concernant les essais a spécifier dans la CDS.

Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEI vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CEl (CEI (CEl
2326-4-1)| 1189-3)| 2326-1)
Remarque Tel que - - 4,0 1 fois 3X09 C3
L'épaisseur doit étre spécifié AouB
mesurée a I'emplace- (par
ment spécifié dans ia - Tel que Tel que 25 panneau)
CDS lors de la mise en spécifié spécifié
oeuvre de l'essai 3X09
avec un grossissement
400x.
D10 Planéité Les valeurs de courbure | 1,5% de - - 4,0 PB/DP 3M04 C3
. i la complet-
ne doivent pas étre diagonale
supérieures aux valeurs
spécifiées concemant les - 1%dela| 0,5%de 2,5
cartes imprimées de diagonale la
diagonale > 100 mm. diagonale
S ESSAIS
CONCERNANT
L'ETAT DE
SURFACE
S1 Revétement
métallique de
finition
S141 Adhérence du | On ne doit pas constater | Tel que - - 6,5 N 3X01 C3
revétement la présence de spécifié
métallisé, revétement adhérant au
méthode du ruban adhésif aprés - Telque - 4,0
ruban adhésif l'avoir arraché du Spécifié
conducteur autre que
ou celle autorisée par la - - Tel que 2,5
CDS. spécifié
Remarque
L'éprouvette N doit étre
essayée avant la fusion.
Adhérence du I ne doit étre constaté-ni EG - - 6,5 Zone de 3X02 C3
revétement cloquage ni décollement contact
métallique, du revétement - EG - 4,0 d'extré-
méthode du métallique. mité de
brunissage Remarque - - EG 2,5 PB
Pour les. finitions des
contacts uniquement.
S1.2 Epaisseur du L'épaisseur doit étre Tel que - - 6,5 Zone de | | 3x06" C3
revétement conforme & ia CDS. spécifié contact
métallique d'extré-
(zones de - Tel que - 4,0 mité de
contact) spécifié PB
- - Tel que 2,5
spécifié
S$1.3 Epaisseur du L'épaisseur doit étre Tel que - - 6,5 N 3x06" C3
revétement conforme & la CDS. spécifié
métallique
(autres que la - Tel que - 4,0
zone de contact) spécifié
- - Tel que 2,5
spécifié



https://iecnorm.com/api/?name=564a98adace4a3e78275df331c59b831

2326-4 © IEC:1996 -37 -
Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
Remark As - - 4,0 1times A 3X09 Cc3
The thickness shall be specified or B (per
measured at the As As 2,5 panel)
location stated in the - specified | specified
CDS when using Test
3X09 with 400x
magnification.
D10 | Flatness The allowable bow 1,5% of - - ‘4,0 Complete 3M04 C3
and twist shall not be the PB/DP
more than the diagonal 2,5
specified value for 1% of the | 0,5 % of
rr-_\rin with-a dia,ggnal the-
diagonal of > 100 mm. diagonal
S SURFACE
CONDITION
TESTS
S1 ating
finishing
S1.1 hesion of There shall be no As - - 6,5 N 3X41 C3
pjating, tape | evidence of plating specified
method adhering to tape after As - 4,0
removal from the - specified
conductor, other than As 2,5
or permitted by the CDS. - - specified
Remark
Specimen N shall be
tested prior to fusing.
Aldhesion of There shall be no GR < - 6,5 Edge 3XQ2 C3
plating, evidence of blistering contact
blirnish or detachment of the - GR - 4,0 area of
nethod plating. PB
Remark - - GR 2,5
For contact finishes
only.
$1.2 | Thickness of | The thickness shall As - - 65 Edge axop" c3
;gating (con- | comply with the CDS. specified contact
tact area) As - 4,0 area of
- specified PB
As 2,5
- - specified
81.3 | Thickness of | The thickness shall As - - 6,5 N 3xo¢ " C3
plating (other | comply with the CDS. specified
than contact As - 4,0
afea) - specified
As 2,5
- - specified

1)

Additional test details to be specified in the CDS.
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEI vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CEl (CEI (CEl
2326-4-1)] 1189-3) ] 2326-1)
S1.4 Porosité, Le nombre total de pores - 40 % - 4,0 N 3X03 Cc3
exposition ne doit pas excéder le
aux gaz nombre de surfaces de - - 20 % 25
contact effectif. Chaque
surface de contact doit
comporter deux pores au
maximum. Le pourcen-
ou tage de surfaces de
contact comportant deux
pores ne doit pas étre
&ri pour-
centage spécifié.
Porosité, Le nombre total de pores - 40 % -~ 4,0 N 3X04 C3
essai électro- ne doit pas excéder le
graphique nombre de surfaces de - - 20 % 25 ou
contact effectif. Chaque
surface de contact doit 3X05
comporter deux pores au
maximum. Le pour-
centage de surface de
contact comportant deux
pores ne doit pas étre
supérieur au pour-
centage spécifié.
S2 Adhérence du | La perte d'adhérence ne G 3X01
revétement doit pas étre supérieure
polymére au pourcentage
permanent, admissible de la zone
méthode du d'essai.
ruban adhésif | Remarque
Applicable au revétement
polymére permanent
uniguement.
- sur le cuivre nu ; 10% - - 6,5 Cc2
- 5% - 4,0
- - 0% 2,5
- sur l'or.oule nickel ; 25% - - 6,5 Cc2
- 10 % - 4,0
- - 5% 25
-~ sur e stratifié de 10 % - - 6,5 c2
base ;
- 5% - 4,0
- - 0% 25
= sur les métaux fusibles] 50 % = = 65 c2
(revétement métallique
de étain-plomb, étain- - 25% - 4,0
plomb fondu, etc.).
- - 10% 2,5
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Specific requirements Assessment
for performance level
Test] Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
S1.4|Porosity, gas | The total number of - 40% - 4,0 N 3X03 C3
exposure pores shail not be
more than the number - - 20% 25
of the effective contact
areas. The maximum
number of pores per
or contact area shall
be two. The per-
centage of contact
areas with two pores
shall not be more than
specified.
rosity, The total number of - 40% - 4,0 N 3XQ4 C3
electrographic | pores shall not be
tgst more than the number - - 20% 2,5 [
of the effective contact
areas. The maximum 3X05
number of pores per
contact area shall
be two. The percen-
tage of contact areas
with two pores shall
not be more than
specified.
S2 | Aphesion of | The loss of adhesion G 3Xq1
permanent shall not be more than
pplymer coat- | the specified allowable
ing, tape percentage of testing
method area.
Remark
Applicable to
permanent polymer
coating only.
— on bare copper; 10 % - - 6,5 c2
- 5% - 4,0
= - 0% 2,5
— on gold or nickel 25% - - 6,5 Cc2
- 10 % - 4,0
- - 5% 2,5
— on base laminate; 10% - - 6,5 c2
- 5% - 4,0
- - 0% 2,5
— on melting metals 50% - - 6,5 Cc2
(tin-lead plating,
fused tin-lead, efc.) - 25% - 4,0
= - 10% 25
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour le
niveau de performance

Evaluation

RMF
(CEl
2326-1)

Eprou- N°
vette d'essai
(CEl (CEl

2326-4-1)| 1189-3)

Code de
processus
(CEI
2326-1)

S3

Brasabilité

Remarque

Lors de I'essai de
brasabilité, les surfaces
conductrices de la carte
et de I'intérieur des trous
doivent étre correcte-
ment mouillées. Lorsque
I'essai est appliqué a des
cartes de production, il
convient de ne controler
fall i nt

83.1

Lorsque I'emploi
d'un flux non
activé est agréé
par le client et le
foumnisseur

A la réception

Apres vigillis-
sement accéléré

pas reliés aux couches
intemes pour éviter
«'effet de dissipation
thermique» qui affecterait
l'interprétation des
résultats.

Remarques

1) Flux non activé, tel
que spécifié dans la
CEIl 68-2-20.

2) En ce qui conceme
le mouillage et le
retrait de mouillage,
les trous doivent
correspondre aux
trous correctement
brasés indiqués a la
figure 7.

Mouillage: I'échantilion
doit étre mouillé dans les
3s.Quandun .
revétement de protection
temporaire destiné a
préserver l'aptitude au
mouillage est utilisé,
I'échantillon doit étre
mouillé dans les 4.s.

Retrait de mouiflage:
I'échantillon doit rester en
contactavec l'alliage en
fusion.pendant un temps
de.5 s a 6 s et ne doit
pas présenter de retrait
de mouillage.

Mouillage: I'échantillon
doit &tre mouillé dans les
4s.

Retrait de mouillage:

2,5

2,5

2,5

2,5

Mets || axo7”

contact avec l'alliage en
fusion pendant un temps
de 5 s a6 s et ne doit
pas présenter de retrait
de mouillage.

" Détails supplémentaires concernant les essais a spécifier dans la CDS.

C1

C1

C1

C1
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Specific requirements Assessment

for performance level

Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code| istics (IEC specimen No. control

A 5 S 2326-1) (IEC (IEC  |code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)

S3 | Solderability | Remark

When tested, the
conductive surface of
the board and the
insides of the holes
shall be properly
wetted.

When applied on
production boards,
only those holes
having no connection

with internal layers
io

avoid "heat sink
effect" affecting
results interpretation.

Remarks MandS | axop?

1) Non-activated
flux, as specified
in IEC 68-2-20.

2) For both wetting
and dewetting the
holes shall comply
with the weli sol-
dered holes of
figure 7.

S3.1

As-received Wetting: the specimen - - GR 2,5 C1
cpndition shall be wetted within
3 s. When temporarily
protective coating
intended to preserve
the wettability is used,
the specimen shall be
wetted within 4 s.

Dewetting: the - - GR 2,5 C1
specimen shall remain
in contact with the
molten solder for 5 s
to 6 s and shall not be
dewetted.

>

fter acceler- | Wetting: the spegimien - - GR 2,5 C1
ajed ageing shall be wetted within
4s.

Dewetting:the - - GR 2,5 C1
specimen-shall remain
in contact with the
molten solder for5 s
10'6 s and shall not be
dewetted.

R Additional test details to be specified in the CDS.
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour le
niveau de performance

Evaluation

RMF Eprou- N° Code de

(CEI vette. d'essai | processus
2326-1) (CEl (CEl (CE!
2326-4-1)| 1189-3)| 2326-1)

S3.2

sS4

S4.1

§4.2

Y Détails supplémentaires concernant les essais a spécifier dans la CDS.

Lorsque I'emploi
d'un flux activé
est agréé par le
clientetle
fournisseur

Remarques

1) Flux activé (0,2 %) tel
que spécifié dans la
CEl 68-2-20.

2) En ce qui conceme le
mouillage et le retrait
de mouillage, les
trous doivent
correspondre aux
trous correctement
bracgs indi

MetS | axo7"

A la réception et
apres vieillisse-
ment accéléré

Résistance aux
solvants et aux
flux

Revétement

polymere
permanent

Marquages

figure 7.

Pour les cartes
comportant ou ne
comportant pas de
revétement de protection
temporaire (brasable) :

Mouillage : I'échantilion
doit étre movillé dans les
3s.

Retrait de mouillage :
I'échantillon doit rester en
contact avec lalliage en
fusion pendant un temps
de 5s a6 s et ne doit
pas présenter de retrait
de mouillage.

Aucun signe de :

- cloquage ou
décoliement
laminaire;
enlévement accidentel
de zones du
revétement polymére
permanentou

d'encre ;

changement important
de couleur.

Acceptable :

a) marquage non
affecté ;

b) marquage réduit

" mais lisible.

Non acceptable :
c)

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

6,5 Exigences
générales
4,0

6,5 C1
4,0

4,0 PB 3c04" c4
complet

2,5

40 PB 3co4” c4

complet

2,5

difficilement lisibles,
c'est-a-dire pouvant
induire des erreurs
de lecture de
caracteres similaires
tels que R-P-B, E-F,
C-G-O;

d) marquage illisible ou
détruit.
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1)

Additional test details to be specified in the CDS.

Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
83.2|When the use | Remarks MandS | 3xo7"
of an acti- 1) Activated flux (0,2
vated flux is %) as specified in
agreed be- IEC 68-2-20.
tween 2) For both wetting
customer and and dewetting the
supplier holes shall comply
with the well sol-
dered holes in
figure 7.
As-received For boards with or \
condit - le)
after acceler- | temporary protective
aled ageing coating:
Wetting: the specimen GR - 6,5 General
shall be wetted within require-
3s. - GR 4,0 ments
Dewetting: the GR - 6,5 C1
specimen shall remain
in contact with the - GR 4,0
molten solder for5 s
to 6 s and shall not be
dewetted.
S4 sistance to
cleaning
agents and
flix
S4.1|Pprmanent | No sign of: - GR 4,0 | complete | 3co4" c4
polymer - blistering or PB
coating delamination; - = GR 2,5
- random removal
of areas of perma-
nent polymer
coating or ink
dissolving;
- substantial
change in colour.
S4.2 mrking Accept: - GR 4,0 Complete { 3CO ") C4
legend a) marking PB
unaffected; - - GR 2,5
b) marking\reduced
but legible.
Reject:
c)wmarkings
doubtfully legible,
i.e. possible
mistake between
similar characters,
such as R-P-B,
E-F, C-G-O;
d) marking illegible
or d
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Code
d'essai

Caractéristiques

Exigences générales

Exigences spécifiques pour ie
niveau de performance

Evaluation

RMF
(CE!
2326-1)

Code de
processus
(CEI
2326-1)

Eprou- N°
vette d'essai
(CEI (CEI

2326-4-1)] 1189-3)

S5

S6

Topographie de
l'impression de
pastille

Nettoyabilité

Essai a I'étude

Essai a I'étude

ESSAIS
ELECTRIQUES

Intégrité

E1.2

E2

Ala F=TR72Y
€ €

Continuité
de circuit

Isolation
de circuit

Epreuve
de courant

La résistance des
conducteurs et les inter-
connexions ne doivent
pas excéder les valeurs
spécifiées dans la CDS.

Les exigences doivent
étre conformes a la
CDS. Lorsque I'on
applique une tension
minimale de 200 V
pendant 5 s (essai
manuel) ou deux fois la
tension nominale, la
résistance entre
l'impressions du conduc-
teur ne doit pas excéder
la valeur spécifiée. Le
courant minimal d'essai
autorisé doit étre de

1 mA.

Remarque

Si la tension maximale
n'est pas spécifiée,
utilisez une tension de
40 V au minimum.

L'épreuve est exécutée
sur cinq trous.au-moins.
Le revétement dans les
trous doit résister au
courantapproprié
comme'specifié dans la
CEl 1189-3 sans
destruction (fusion) ni
surchauffe se traduisant
par une décoloration.
Les conducteurs ne
doivent pas étre détério-
rés (fusion) et il ne doit
pas y avoir de
surchauffe se traduisant
par une décoloration

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

Tel que
spécifié

EG

Tous
PB

Tous
PB

2 par tri-
mestre

2 par
mois

PB
complet

3E02 C4

PB 3E01 C4
complet

H 3E14 C5
et
3E15

E3

Epreuve
de tension

Il ne doit pas y avoir de
décharge disruptive.

EG

R Détails supplémentaires concernant les essais a spécifier dans la CDS.

2 par tri-
mestre
2 par
mois

H 3E09" c5
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Specific requirements Assessment

for performance level

RMF Test Test Process

Test
code

Character-
istics

General requirements

(IEC
2326-1)

specimen
(IEC
2326-4-1)

No.
(IEC
1189-3)

control
code (IEC
2326-1)

S5 |Land pattern
topography

S6 | Cleanliness

Test under
consideration

Test under
consideration

C

E1.2|C
solation

E2 |(Q

E ELECTRICAL
TESTS

Electrical
integrity

Clircuit

bntinuity

rcuit

prrent proof

E3 | Vpltageproof

The resistance of
conductors and inter-
connections shall not
be greater than speci-
fied in the CDS.

The requirements
shall be as specified in
the CDS. When
applying 220 V
minimum for5 s
(manual testing) or
twice the rated
voltage, the resistance
between conductor
patterns shall not
exceed the specified
value. Minimum
allowable test current
shall be 1 mA.
Remark

If the maximum
voltage is not
specified use 40 V
minimum.

At least five holes
shall be tested. The
plating within the
holes shall withstand
the appropriate
current as specified.in
IEC 1189-3 withgut
burnout (fusing) and
without overheating as
apparent by-dis-
coloration.

The conductors shall
notburn-out (fuse)
andithere shall be no
overheating as
apparent by
discoloration.

There shall be no
disruptive discharge.

As
specified

As
specified

As
specified

As
specified

GR

GR

As
specified

As
specified

GR

Al PB

Al PB

2 per
quarter

2 per
month

2 per
quarter

Complete
PB

Complete
PB

3¢

3E1
an
3E1

[52 i

309"

" Additional test details to be specified in the CDS.

GR

2 per
month

C4

c4

C5

C5
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEl vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CEI (CEI (CEl
2326-4-1)| 1189-3)| 2326-1)
E4 Modification de | Au cours du - Augment. - 2 par tri- D 3E08 C5
résistance des | conditionnement, les exi- aprés 30 mestre
trous métallisés | gences doivent étre cycles :
satisfaites. <100 %
Remarque
L'augmentation maximale - - Augment. 2 par
admissible de la aprés 30 mois
résistance en cycles :
pourcentage au cours de < 100 %
toute immersion dans le
bain d'huile 3 5 .
&tre spécifiée.
ES Résistance Remarque
disolement La résistance d'isolement
doit étre mesurée avant
et aprés conditionnement
environnemental et & une
température élevée,
comme spécifié dans la
CDs.
E5.1 Mesure dans Le préconditionnement
des conditions | est effectué a l'aide de
atmosphériques | I'essai 1P01. La
normalisées résistance d'isolement
doit étre conforme aux
spécifications.
Couches - |=500MQ| >500MQ | 2 par mois E 3E03" c5
de surface (niveau B)
Couches =500 MQ| >500MQ| 2 parlot E 3E04"
intemes (niveau C)
Entre couches - |:s00mQ| >500MQ E 3e0s"
E5.2 Mesure aprés Conditionnement - 10 jours 21 jours
conditionne- conforme aux spécifica-
ment tions de la CEl 68-2-3 :
Essai Ca : Essai'continu
de chaleur humide ou
CEIl 68-2-38 : Essai
Z/AD :Essai cyclique
composite de
température/humidité.
La'résistance d'isole-
ment doit étre conforme
aux spécifications.
Remarque
Conditionnement
applicable a spécifier
dans la CDS. L'essai de
conditionnement Ca est a
préférer,
Couches de - |2500MQ| >500MQ | 2 parmois E 3£03" cs
surface (niveau B)
Couches - |=500MQ| =500MQ| 2parlot 304"
intemes (niveau C)
Entre couches - |:500mQ] =500 MQ 3E05"

" Détails supplémentaires concernant les essais & spécifier dans la CDS.
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" Additional test details to be specified in the CDS.

Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
B 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
E4 | Change in During conditioning 10 cycles 2 per D 3E08 Cs
resistance of | the requirements shall increase: quarter
plated- be met. <100 %
through holes | Remark
Maximum permissible - 30 cycles 2 per
increase of resistance increase: month
in percent during any < 100 %
immersion into the oil
bath of 260 °C shall
be specified.
E5 |/nsulation Remark
resistapee— e e
shall be measured
before environmental
conditioning, after
environmental
conditioning and at
elevated temperature,
as specified in the
CDsS.
ES5.1 |Measure- Preconditioning using
ment at test 1P01.
sfandard The insulation
afmospheric | resistance shall be as
cpnditions specified.
rface 2 500 MQ | > 500MQ | 2 per E 3e03 " cs5
igyers month
(level B}
Internal layers > 500 MQ.| > 500 MQ | 2 per ot E 304 "
(level C)
tween (500 MQ | = 500 MQ E 3E05 "
Idyers
ES.2 |Measure- Conditioning, as 10days | 21days
ment after specified in IEC
cpnditioning 68-2-3: Test Ca:
Damp heat, steady
state, or IEC 68-2-38:
Test Z/AD: Composite
temperature/humidity
cyclic test.
The insulation
resistance shall be as
specified.
Remark
Applicable
conditioning to be
specified in the CDS.
Test Cais the
preferred conditioning
test.
ISurface > 500 MQ | > 500MQ | 2 per E 303" cs
yUID LLLAAR 0]
(level B)
Internal layers > 500 MQ | > 500 MQ | 2 per lot 3e04 "
(level C)
Between > 500 MQ | > 500 MQ 305 "
layers
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEI vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CEI (CEI (CEI
2326-4-1)| 1189-3)| 2326-1)
E5.3 Mesure a Remarque
température La température et la
élevée durée de l'essai dans la
chambre doivent étre
spécifiées dans la CDS.
La résistance d'isole-
ment doit étre spécifié.
Couches de - > 100 MQ| >500MQ| 2par E 3E03" C5
surface mois
(niveau B)
Couches - > 100 MQ| > 500 MQ| 2 parlot E 3E04"
internes (niveau C)
Entre couches - > 100 MQ| = 500 MQ E 3E05"
E6 Impédance Essai a I'étude
caractéristique
P ESSAIS
PHYSIQUES
P1 Force Remarque
dadhérence Pour feuille de stratifié
uniquement.
P1.1 Mesure dans L'adhérence ne doit pas - - 222N 4,0 N 3mo1" C1
des conditions | étre inférieure a la par 25 mm
atmosphériques} valeur spécifiée dans la
normalisées CDS.
P1.2 Mesure a tem- | Essai a I'étude
pérature élevée
P2 Force La force d'arrachement, - 216N - 4,0 PB/DP 3M03") C1
d'arrachement | aprés cinq opérations de complet
des trous brasure, ne doit pas:étre - - 216N 2,5 (3 trous)
mélallisés sans | inférieure a la valeur
pastille spécifiée dans.laCDS.
Remarques
1) Préconditionnement
pendant 2 h.
2) L'essai de choc
thermique 3N02 doit
étre appliqué
pendant 10 s (B) de
la CEl 1189-3et20 s
(C); )
3) La coupe micro-
graphique sera effec-
tuée uniquement si
elle est requise dans
la CDS.
P3 Force Essai a I'étude
d'arrachement
des pastilles
montées en
surface
P4 Dureté du Le revétement ne doit 2B F - 4,0 PB 29 c2
revétement pas étre endommagé complet
polymére lorsque I'on utilise un
permanent crayon dont la dureté est - - 2H 2,5
spécifiée.

" Détails supplémentaires concernant les essais a spécifier dans la CDS.

2 Essai 2 de la CEl 249-3-3,
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Specific requirements Assessment
for performance level
Test] Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
E5.3 | Measure- Remark
ment at The temperature and
elevated the time in the cham-
temperature | ber shall be specified
in the CDS.
The insulation
resistance shall be
specified.
Surface - > 100MQ | > 500MQ | 2 per E 3e03 " |cs
layers month
(level B)
Internal layers - > 100 MQ | > 500 MQ | 2 per lot E 3g04 "
(level C)
tween - > 100 MQ | > 500 MQ E 3e05 "
Igyers
E6 | (haracteristic | Test under
impedance consideration
P PHYSICAL
TESTS
P1 | Peel strength | Remark
For foil lamination
only.
P1.1{Measure- The peel strength - - 222N 4,0 N 3mot ¥ C1
v’;{lgnt at shall be not less than per
sfandard the value specified in 25 mm
ajmospheric | the CDS.
conditions
P1.2 | Measure- Test under
ent at consideration
elevated
tgmperature
P2 l-off The pull-off strength - > 16N - 4,0 Complete | 3MO R C1
strength of after five soldering PB/DP
landless operations shall not be ~ - >16N 2,5 (3 holes)
plated- less than the value
tHrough holes | specified in the GDS:
Remarks
1) Preconditioning
for 2.h:
2) The thermal shock
test 3NO2 of IEC
1189-3 shall be
applied for 10 s
(B) and 20 s (C).
3) Microsection will
be done only
when required in
the CDS.
P3 | Pbil-out——} Festunder
strength of consideration
surface-
mounted
lands
P4 |Permanent | The coating shall not 2B F - 40 |complete| 22 c2
polymer be damaged when PB
coating using a pencil - - 2H 2,5
hardness hardness as specified.

" Additional test details to be specified in the CDS.

2 Test 2 of IEC 249-3-3.
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Exigences spécifiques pour le Evaluation
Code niveau de performance
d'essai | Caractéristiques| Exigences générales RMF Eprou- N° Code de
(CEl vette d'essai | processus
A B c 2326-1) (CEl (CEl (CE!
2326-4-1)| 1189-3) | 2326-1)
Y ESSAIS
DINTEGRITE
STRUCTURELLE
Y1 Décollement Il ne doit y avoir aucun - EG - 4,0 S 3X08
laminaire, choc | cloquage ou décollement
thermique laminaire apparent. - - EG 2,5
Remarques
1) Préconditionnement
pendant 2 h.
2) L'essaide choc
thermique 3NO2 de
-3 dor
étre appliqué
pendant 10 s (B) et
20 s (C).
3) Lacoupe
micrographique sera
effectuée si elle est
requise dans la CDS.
Y2 Inflammabilité | Les matériaux utilisés Telque | Tel que Tel que 6/5 PB 3C01
doivent étre conformes spécifié | spécifié spécifié complet
au degré d'inflamma-
bilité foumni dans la CDS.
Y3 Facteur de Essai a I'étude
dissipation
diélectrique
Y4 Trous métallisés| Aprés conditionnement - Vair V4 Voir V4 Voir V4 Voir V4 | |Voir V4
aprés précondi- | selon I'essai 3N02 de la
tionnement CEI 1189-3, les
exigences fournies sous
le code d'essai V4
doivent étre satisfaites.

10 Prpgramme d'essai du savoir-faire

Les cardctéristiques a vérifier et les exigences les concernant sont fournies dans la CEl 23p6-4-1.
Un prodpit doit étre disponible répondant a la description pour laquelle I'agrément de savoir est
requis, gonformément & la CEl 2826-4-1. Pour le savoir-faire relatif aux procédés, voir 5.5.8 de la
CEl 232¢-1. En ce qui concerne les impressions d'essai composites et les arrangements miltiples
d'impresgions d'essai, voir Jatticle 6 et figures 2 et 4 de la CEl 2326-4-1.

Lorsqu'up panneau de.production est utilisé pour établir le savoir-faire, il est possible d'utiliger des
e la carte de production en tant qu'éprouvettes, dans la mesure ou ces éprouvettas sont
a cellesmontrées dans la figure 1 de la CEl 2326-4-1.

parties d
similaireg

La séqu

1 C

~

nce des essais est fournie dans ['article 6.

La verification de la conformité de la qualité ou les techniques de contrdle de procédés doivent étre
mises en oeuvre sur tous les produits fabriqués et destinés a étre fournis au client comme produits
IECQ. Le tableau 1 indique les facteurs d'évaluation des risques relatifs a la vérification ou aux
techniques de contrble de processus requises concernant les cartes imprimées utilisées pour les
différents niveaux de performance.

Les caractéristiques a vérifier et les spécifications les concernant sont fournies dans le tableau 1.

La séquence des essais est fournie dans l'article 6.



https://iecnorm.com/api/?name=564a98adace4a3e78275df331c59b831

2326-4 © IEC:1996

-51-

Specific requirements Assessment
for performance level
Test| Character- | General requirements RMF Test Test Process
code istics (IEC specimen No. control
A B c 2326-1) (IEC (IEC code (IEC
2326-4-1) | 1189-3) | 2326-1)
Y STRUCTURAL
INTEGRITY
TESTS
Y1 | Delamination, | There shall be no - GR - 4,0 S 3X08 C5
thermal shock | apparent blistering or
delamination. - - GR 2,5
Remarks
1) Preconditioning
for2 h.
2) The thermal shock
test 3NO2 of IEC
1189-3 shall be
apptied-for-16-s
(B) and 20 s (C).
3) Microsection will
be done only
when required in
the CDS.
Y2 |Aammability | The materials used As As As 6,5 Complete 3Co1 C5
shall meet the flam- specified | specified | specified PB
mability grade as
given in the CDS.
Y3 | Dielectric dis- | Test under
sipation factor | consideration
Y4 ated- After conditioning - See V4 See V4 See V4 See V4 See V4 C5
through holes | according to test 3N02
after precon- | of IEC 1189-3, the
tioning requirements given
under test code V4
shall be met.
juct for
vith the
pattern
nd 4 of
e used
&P be—pero on all
products manufactured and intended to be delivered as IECQ product to the customer. Table 1

establishes the Risk Management Factors for inspection or process control techniques required for
printed boards used in different performance levels.

The characteristics to be verified, and the requirements, are given in table 1.

The test sequence is given in clause 6.
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12  Eprouvettes

Les éprouvettes (TS) peuvent étre obtenues soit a partir de panneaux de production (PP), soit de
panneaux d'essai (TP).

Les essais particuliers sont effectués sur des éprouvettes individuelles (ITS).
Une éprouvette individuelle (ITS) peut se composer des éléments suivants :

— une partie de l'impression conductrice figurant sur une carte imprimée de production (PPB),
ou

— une impression d'essai particuliére congue et préparée spécialement a des fins d'essai.

Une éprouvette individuelle (ITS) peut étre localisée sur les éléments suivants :

— un panneau d'essai, en tant que partie de la carte de démonstration du savoir-faire (CTIL),
ou
— um panneau de production.

12.1 Application des impressions et des cartes d'essai
L'utilisatjon d'impressions identiques est requise lorsqu'il est nécessaire @emettre en oeuyre des
essais comparatifs, par exemple pour comparer des matériaux, des processus de production|ou des
installatipns.

12.1.1 Démonstration du savoir-faire
Le savolr-faire relatif au produit doit étre établi au moyen d&la’CTB indiquée dans la CEl 2326-4-1,

ou a l'aigile de cartes de production ou de CTB modifiées;dans la mesure ou leur aspect est similaire
a celui dli produit dont la description est fournie dans la‘CEl 2326-4-1.

Lorsquella CTB doit étre utilisée et que le savair-faire relatif au produit requiert un nombre de
couches| supérieur, la carte avec 10 couches indiquée dans la CEl 2326-4-1 doit étre utilis¢e. Les
couches|additionnelles peuvent porter toute l'impression conductrice indiquée pour les couch{s 2a9
et peuvent étre combinées de n'importe quelle fagon. La structure fournie en 6.1 doit étre utilis¢e.

Lorsque|la CTB doit étre utilisée et que le savoir-faire relatif au produit requiert une taille de carte
(surface|utile) supérieure a celle déJa carte d'essai constituant la carte de démonstration du|savoir-
faire (370 mm x 170 mm) telle-que décrite dans la CEl 2326-4-1, il est possible d'utilider des
arrangements multiples.

Voir également 5.5 de la/CEV2326-1.

12.1.2 Vérificationdela conformité de la qualité

En reglel générale, les essais seront mis en oeuvre sur des panneaux de production ou des| cartes

imprimégs de production. En ce qui concerne la vérification de la conformité de la qualité relative a
l'accord entrerle fabricant et le client, il est possible d'utiliser soit des impressions d'essai individuelles
faisant i i g ; quelles sont detinies dans la

CEI 2326-4-1, soit des impressions d'essai individuelles congues spécialement.

12.1.3 Démonstration du contréle de processus

Pour la démonstration du contrdle de procédés, il est possible d'utiliser, selon le choix du fabricant,
des impressions d'essai individuelles (faisant partie de limpression conductrice de la carte de
production ou congues spécialement), dans la mesure ou I'essai en cours de processus correspond
aux exigences de contrle de la conformité de la qualité.
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12 Test specimens

Test Specimens (TS) can be obtained either from Production Panels (PP) or Test Panels (TP).
Specific tests are carried out on Individual Test Specimens (ITS).

An individual test specimen (ITS) may consist of:

(o]

a part of the conductive pattern on a Production Printed Board (PPB),
.

a special test pattern particularly designed and prepared for the purpose of testing only.

An individual test specimen (ITS) may be located:

(o)

on a test panel, as part of the Capability Test Board (CTB),

121 A

If comparative tests are to be carried out, for example for comparing different materials or |

proces
12.1.1

Produd

Where
layer b
pattern
used.

Where
than th
2326-4

See alg

12.1.2

on a production panel.

bplication of test patterns and test boards

s5es and facilities, the use of identical test patterns is necessary.
Capability approval testing

or modified CTBs, provided that they are similar to aspects of the product describ
1.
the CTB is intended to be used, and product capability claims a higher number of laye

pard as shown in |IEC 2326-4-1 shall be used, The additional layers may bear any g
of the layers 2 up to 9 and may be combined.in any way. The structure given in 6.

the CTB is intended to be used, and product capability claims a larger board size (ag
at of a test board bearing one capability test board (370 mm x 170 mm) as giv
-1, multiple arrangements of the capability test board may be used.

0 5.5 of IEC 2326-1.

Quality conformance inspéction

The te
patter

ts will normally be carried out on production panels or production printed boards. Indi
, either as a part of capability test boards, as shown in IEC 2326-4-1, or specially,

production

t capability shall be established using the CTB given in IEC 2326-4-1 or using either production

ed in IEC

rs, the 10
onductive
1 shall be

tive area)
en in IEC

vidual test
designed

individgial test patterns,” may be used for the quality conformance inspection as agreed upon between

manufgcturer andigustomer.
12.1.3 | Process control testing

For prpcess control testing, individual test patterns (either part of the conductive patte

In on the

production board or any special test pattern) may be used at the discretion of the manufacturer,
provided that the in-process tests correlate to the quality conformance requirements.
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Coulée de résine

—
<

AN

= — * s 1 Epaisseur du cuivre
c—/ | E—— * 7 |
~ | _L-
—— —
= ¢
oulée de résine
L Pourcentage admissible = x 100 %
— —— Epaisseur du cuivre
| — —

1EC [t 04396
Figure 1 - Coulées de résine a l'interface

Pastille

Métallisation

m Rupture sur
ﬁﬁ?—/” la circonférence
Décollement

annulaire

XX

Trou

/

IEC 104496

Figure 2 - Défauts sur la circonférence

Conducteurs Pastille
\ 1
.
> S 100 %
| Chemin de fuite L !— .
Particule
métallique
résiduelle L
L. éduit
Chemin de fuite argeur reduite
\ D:

S 100 %

L—_—L—J IEC 104596

Figure 3 - Défauts de I'impression conductrice

|
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Resin smear

N

 —

vem—|

/J%
= —
N
|ES

Percent allowable =

~

\a

| —

Copper thickness

Resin smear
x 100 %

Copper thickness

IBC 104396

Figure 1 - Resin smear at interface

/

— cracK

Land

Plating

Circumferential

Circumferential
separation

Hole

Leakdge path
R%idual
meltalli

particle

Leakage path

IBC 104496
Figure 2 - Circumferential defects

Conductors Land patterng

> S 0w

f L j
T

Reduced width
| ]

S 100 %

LB

[

IEC 1045096

Figure 3 - Conductor pattern defects
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. W, (a la jonction du conducteur)
Paroi ‘

du trou

W, (a la jonction du conducteur)
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W, (aux autres parties)

W2 (a la jonction du conducteur)

Parpi
du frou

W, (a lajjonction du conducteur)

o

I Ve YA

Remarque: W, comprend la métallisation

Figure 4 - Largeur annulaire minimale (W,).des pastilles externes

W, (aux autres parties)

B

‘—{ W, (aux autres| parties)

1] 104696

Nt

|
- W, (aux autres parties)

Remarque: W, exciut la métallisation

!

Figure 5 - Largeur annulaire minimale (W,) des pastilles internes

IBC 1047/96
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W, (at conductor junction) W; (at the other parts)

Hol
wal!
W, (at conductor junction)
] r‘f
o=
l@
(N ! :
N
A—i W, (at the othgr parts)
Remark: W; includes plating IB8g 104696
Figure 4 - Minimum annular width (W,)-of external land
W (at conductor junction)
Hole

all

=

O

W, (at conductor junction)
N
_ m !

.
S —————— W, (at the other parts)

1

Remark: W2 excludes plating IEC 1047/96

> W, (at the other parts)

Figure 5 - Minimum annular width (W,) of internal land
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Paroi
du trou
6
>
[ )
74

IBC 104896

Figure 6 - Cassure de trou (pastilles coupés)
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S
RN B

IBC 104596

Figure 6 - Hole breakout (land cut off)
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Joints correctement brasés montrant le mouillage
des parois des trous par allergie.

2326-4 © CEIL:1996

*) Cet exemple est particulierement applicable aux caries
imprimées avec revétement fondu ou avec cuivre pur.

Joints mal brasés montrant que l'alliage n'a pas
mouillé les parois des trous.

IEC| 1049/96

Figure 7 - Exemples de trous brasés

1EQ 1050/96
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